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1、Si中にBを添加すると、Bはアクセプタとなり、n形半導体となる。

答え=×　 【・・・・、P形半導体となる。】　　　　　　　 参照：http://www1.ocn.ne.jp/~raichi/semicon/semicon.html ＞6）Ｐ形半導体

H17年度　2級　【A群（真偽法）】

１．半導体特性

試験時間　1時間40分　50題(A群25題、B群25題)

参照２：甲南大学ＨＰ＞半導体/電子デバイス物理＞1-8. 不純物ドープとn型p型半導体
http://kccn.konan-u.ac.jp/physics/semiconductor/diagram/a07.html

電子が１個足りないと、隣の電子を奪って埋めようとします。（オクテット則）この電子の移動が不純物
の近くで繰り返されますが、別の見方をすると電子の足りない所が自由に移動しているように見えます。
この電子が足りない所を正孔と呼び、このような３価の不純物を含んだ半導体をＰ形半導体と呼びます。

SAMPLE

http://www1.ocn.ne.jp/~raichi/semicon/semicon.html
http://kccn.konan
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20.樹脂封止パッケージに使用されている樹脂は、熱可塑性樹脂である。

答え=×　【樹脂封止パッケージに使用している樹脂は、熱硬化性樹脂です。熱硬化性樹脂は高温で固まります。→熱に強い。熱可塑
　　　　　　　性樹脂は冷やして固まります。→熱に弱い　日常品のプラスティックに良く使われています】

参照：第4章　QFPの組立工程＞封止工程＞48)トランスファモールド樹脂封止装置構造

H17年度　2級　【A群（真偽法）】

20．封止工程　樹脂材料

熱硬化性樹脂の材料構成

SAMPLE
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21.レーザマーカは、パッケージ表面にレーザを照射し、樹脂を炭化させてマーキングする装置である。

答え=○　【レーザマーカは一般的に赤外線レーザを使い、樹脂にレーザ光が吸収されるとき熱に変わり、高い熱になります。この
　　　　　　　高温で樹脂を炭化させることで、マーキングを行います】

参照：第4章　QFPの組立＞マーキング工程＞71)レーザマーキング

H17年度　2級　【A群（真偽法）】

21．マーキング工程　レーザマーキング

SAMPLE
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5、品質管理で、工程が安定な状態にあるかどうかを調べるため、または、工程を安定な状態に保持するために用いる図はどれか。

イ）ＸーＲ管理図

ロ）散布図

ハ）パレート図

ニ）特性要因図

答え=イ　【散布図はデータの相関を探すもの、パレート図は要因の比率が判る、特性要因図は要因と結果の関係を探します】　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照：第10章　品質管理＞QC七つ道具＞6)管理図、4)散布図、5)パレート図、1)特性要因図

H17年度　2級　【B群（多肢択一法）】

5．品質管理　QC七つ道具

X-R管理図

SAMPLE
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8、文中の（　）内に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

TSOPなどの薄型パッケージをリフロー炉で実装するとき、ダイパッド下部に凝縮された水分が（Ａ）することによりパッケージクラック

が発生した。この不良現象を（Ｂ）現象という。　

　　　　Ａ　　　　　　Ｂ

イ）　凝固　　　アイスクリーム

ロ）　爆発　　　ポテトチップ

ハ）　膨張　　　ポップコーン

ニ）　固化　　　プリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

答え=ハ　【半導体用語でアイスクリーム、ポテトチップ、プリンはない。水分が膨張して、ダイパッド下部が膨らむことをポップコーン】

　参照：第4章　QFPの組立工程＞封止工程＞55)ポップコーン現象

H17年度　2級　【B群（多肢択一法）】

8．封止工程　ポップコーン現象

SAMPLE
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16、パッケージの主要機能として、誤っているものはどれですか。

イ）チップ保護

ロ）熱放散

ハ）不純物の拡散

ニ）電気的接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

答え=ハ　【パッケージはチップを外部環境の影響から保護したり、チップで発熱する熱を放散したり、外部のプリント配線基板との
　　　　　　　電気的接続をする。不純物の拡散はチップ製造時に使う工法です】

参照：第2章　半導体パッケージの役割＞1)半導体パッケージの役割

H17年度　2級　【B群（多肢択一法）】

16．パッケージの役割

SAMPLE
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答え=ロ　【（イ）で研削砥石は使いますが、ポッティング樹脂はTCPなどで使う。（ロ）は正しい。（ハ）のマルチノズル、Agペーストは
　　　　　　　モールドダイボンダで使う。（ニ）でタブレットは使うがブレードはダイシングで使います】

参照：第4章　QFPの組立＞装置・使用材料・器工具（治工具）まとめ

17、集積回路組立に使用される装置、器工具、材料の組合せとして、正しいものはどれか。

　　　　　装置　　　　　　　　　　器工具　　　　　　　　材料

イ）バックグラインダ　　　　　研削砥石　　　　　ポッティング樹脂

ロ）ワイヤボンダ　　　　　　　キャピラリ　　　　　Auワイヤ

ﾊ）フリップチップボンダ　　　マルチノズル　　　Agペースト

ニ）モールドプレス　　　　　　ブレード　　　　　　タブレット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

切断成形金型ー切断成形装置リード加工

めっき治具めっき液めっき装置リード外装めっき

封止金型エポキシ樹脂

（タブレット）

モールド装置モールディング(封止)

キャピラリ

ウインドクランパ

Au線ワイヤボンダワイヤボンディング

コレット

マルチノズル

リードフレーム

樹脂ペースト

ダイボンダダイボンディング

ブレードUVテープダイサダイシング

研削砥石表面保護テープBG装置BG(バックグラインディング)
使用器工具(治工具)使用材料主要装置名工程名

切断成形金型ー切断成形装置リード加工

めっき治具めっき液めっき装置リード外装めっき

封止金型エポキシ樹脂

（タブレット）

モールド装置モールディング(封止)

キャピラリ

ウインドクランパ

Au線ワイヤボンダワイヤボンディング

コレット

マルチノズル

リードフレーム

樹脂ペースト

ダイボンダダイボンディング

ブレードUVテープダイサダイシング

研削砥石表面保護テープBG装置BG(バックグラインディング)
使用器工具(治工具)使用材料主要装置名工程名

後工程で主に使用する装置・使用材料・使用器工具（治工具）を下記に示す。

下記にない装置名称で、ローダ=供給部、アンローダ=収納部はどの装置でも共通です。

H17年度　2級　【B群（多肢択一法）】

17．器工具

SAMPLE


